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(54) Title: DEVICE FOR MOUNTING A FLIP-CHIP ON A SUBSTRATE

(54) Bezeichnung: VORRICHTUNG FUR DIE MONTAGE EINES FLIPCHIPS AUF EINEM SUBSTRAT
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(57) Abstract: The invention relates to a device for mounting semiconductor chips (2) on a substrate (5) as flip-chips. Said device
comprises means for feeding the semiconductor chips, a pick and place system (6) with a bonding head (8) that comprises a chip
gripper (13), a flip device (15) comprising a gripper (16) and two cameras (9, 10). The first camera is used to determine the actual
~ position of the semiconductor chip supplied for mounting by the aforementioned means, before the flip device picks up the semi-
e conductor chip and to determine the actual position of the flip-chip picked up by the chip gripper of the bonding head, once the flip
@\ device has transferred the semiconductor chip. According to the invention, the device comprises an optical switch, for example a
2 rotatably mounted mirror (18), which is situated in the visual field of the first camera. During operation the mirror is rotated at the
QO same time as the gripper, but only through half the angle.
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung fiir die Montage von Halbleiterchips (2) als Flipchip auf einem
Substrat (5). Die Vorrichtung umfasst Mittel fiir die Zufithrung der Halbleiterchips, ein Pick and Place System (6) mit einem Bond-
O kopf (8) mit einem Chipgreifer (13), eine Flipvorrichtung
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(15) mit einem Greifer (16) und zwei Kameras (9, 10). Die erste Kamera dient dazu, die Ist-Lage des von den genannten Mitteln fiir
die Montage bereitgestellten Halbleiterchips zu bestimmen, bevor die Flipvorrichtung den Halbleiterchip aufnimmt, und sie dient
dazu, die Ist-Lage des vom Chipgreifer des Bondkopfs aufgenommenen Flipchips zu bestimmen, nachdem die Flipvorrichtung den
Halbleiterchip iibergeben hat. Die Vorrichtung umfasst erfindungsgemadss einen optischen Schalter, beispielsweise einen drehbar
gelagerten Spiegel (18), der sich im Blickfeld der ersten Kamera befindet. Der Spiegel wird im Betrieb jeweils gleichzeitig mit dem
Greifer der Flipvorrichtung gedreht, jedoch nur um den halben Winkel.



